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Reseni pro LED aplikace

Vyhody lepeni paskami
a souCasné pozadavky
Vv sériové vyrobé



Soucasné pozadavky na teplotni management
v sériové vyrobé

AYA

Rychlejsi Leh¢&i Elektricky

a jednodussi montaz konstrukce bezpecnéjsi spoj

Vétsi rychlost odezvy Moderni Konstantni
tepelného toku feseni tloustka spoje

Vyhody lepeni paskami
oproti teplovodivym pastam

Teplovodivé pasky:

e podavaji velmi dobry vykon co se tyce lepivé sily, tepelné vodivosti a indexu smacivosti

e vysoky index smacivosti napomaha dokonalému kontaktu s chladi¢em a soucastkou po celé jeho plose
bez ulpivani vzduchovych bublin a pfi schopnosti dobfe kopirovat povrch z obou stran

e aplikaci teplovodivych pasek zamezujeme znecisténi a pfeteceni materialu mimo aplikovanou oblast,
jako je tomu u teplovodivych past

e aplikaci teplovodivych pasek mame vzdy kontrolu nad tloustkou teplovodivého rhateriélu,
coz je pfinosné v ramci ISO kvality

e |epivé verze teplovodivych péasek zajistuji jak prevod tepla od soucastky k chladici tak fixaci
samotného chladi¢e na souc¢astku bez dodatecnych fixaci

e pouzitelné pro fixaci v horizontalni i vertikalni poloze
e |ze dosahnout vyssiho tepelného prenosu, nez v pfipadé teplovodivych past

e teplovodivy material Ize dobfe tvarové a rozmérové upravovat stiihanim nebo vysekavanim



Teorie tepelné vodivosti

Chlazeni LED diody

Oi

Vrstva rozvadéjici teplo, mechanicka podlozka,
povrch pro rozvod napajeni nebo odvod tepla

LED

Zakladna

IR " Teplovodiva paska

Trvanlivost lepeného spoje: Zejména p¥i venkovnim pouziti LED diod je
pro podporu Gc¢innosti v rdznych podminkéach okolniho prostiredi dilezita
trvanlivost lepeného spoje. U vyrobkl 3M byla v testech urychleného starnuti

prokazana vynikajici trvanlivost.

3M teplovodivé materialy

Nézév produktu

Tepelna vodivost

Dielektrické pevnost

pro lepeni
LED modulu

pro lepeni
konstrukei
svitidel

pro vysokovykonné
aplikace

Transferova lepici paska 468MP 0,18 W/m.K 23 kV/mm
Transferova lepici paska 467MP 0,17 W/m.K 34 kV /mm
VHB akrylova paska VHB 9469 0,16 W/m.K 114 kV/ mm
Teplovodiva lepici paska 8810 0,6 W/m.K 26 kV/mm
Teplovodiva lepici paska 9885 0,6 W/m.K 26 kV/mm
Teplovodiva lepici paska 8732 0,1 W/m.K 7,87 kV/mm
Teplovodivé lepici paska 8940 0,4 W/m.K 52,8 kV/mm
VHB akrylova paskaw VHB 4910 0,16 W/m.K 24 kV/mm \‘
VHB akrylova paska VHB 4905 0,16 W/m.K 26 kV/mm
VHB akrylovéa paska VHB 5925 0,05 W/m.K 20 kV/mm
Teplovodiva slabé lepiva podlozka 5570N-05 1,3 W/m.K 20 kV/mm
Teplovodivé slabé lepivéa podlozka 5571IN-05 2,0 W/m.K 13 kV/mm
Teplovodivé slabé lepiva podlozka 5589H-10 2,0 W/m.K 21kV/mm
Teplovodiva slabé lepivé podlozka 5590H-05 3,0 W/m.K 33 kV/mm
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Klidové faktory pro Géinnost materialu tepelného rozhrani (TIM)

Klic¢ovym faktorem pro G&inné tepelné (R) feSeni je vyvazena

kombinace smacivosti a vodivosti
homogenniho materialu (k).
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Tloustka mezery
v roviné spoje
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Kompaktni material (k) zvolte na zakladé nasledujicich N\ /
pozadovanych vlastnosti:
e Poddajnost ¢ Adheze Q=(k/t) AdT Pomaha eliminovat
e Prizpusobivost e Smacivost vzdiich fid Fezhvant

e Tloustka mezery

e Uginny tepelny odpor (R)
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Tepelny tok (watty)
Tepelna vodivost (W/m-k)
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Plocha (100 % smo¢eni) x % smodeni

Tloustka

Dielektricka pevnost kV

Dlouhodobé pouziti

Tloustka
Teplota na teplé strané —Teplota na studené strané
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Rozsah teplot

Kratkodobé

0,13 mm 2,99 spliiuje UL-969 NE 150 °C 204 °C
0,06 mm 2,04 spliiuje UL-969 NE 150 °C 204 °C ®
0,13 mm 14,82 spliiuje UL-746C NE 150 °C 260 °C ®
0,25 mm 6,5 spliuje UL-746C NE 100 °C 130°C O
0,13 mm 3,38 ANO NE 100 °C 130°C O
0,05 mm 0,3935 ANO NE 140 °C 204°C O
0,19 mm 10,032 ANO NE 150 °C O
1,0 mm 24 spliuje UL-746C NE 93°C 150 °C
0,5mm 13 splituje UL-746C NE 93°C 150 °C
0,6 mm 12 spluje UL-746C NE 120 °C 120°C ®
0,5mm 10 ANO UL94 V-2 100 °C 130°C &
0,75 mm 9,75 ANO UL94 V-0 100 °C 130°C @
1,0 mm 21 2000 hod test UL94 V-0 100 °C 130°C &
0,5mm 16,5 2000 hod test UL94 V-0 100 °C 130°C ®




Typické aplikace

Lepeni LED modulu

Ledkové pasy v segmentu vyrobcl primyslovych Teplovodivé péasky, podlozky najdou uplatnéni

osvétleni. Pasy je mozné pfilepit pomoci 3M obou- v elektronickém prdmyslu. Produkty jsou pouZity pod

strannych pasek, které zajidtuji pfenos tepla a rovnéz elektronické soucastky nebo COB ¢Cipy kde je potieba

pfilepeni ledkového modulu k podkladu. béhem Cinnosti zajistit pfenos tepla ze soucastky na
chladici plochu.

Tvarové vyseky

Transferové lepici pasky nebo oboustranné pasky Ize tvarové vysekat a tim dosahnout
rychlejsi a presnéjsi aplikace.

Vysekavani (diecutting) Nasekavani (kisscutting)

Pfi vysekavani dochazi k proseknuti jak samotného Hotové vyrobky zlstavaji po vyseknuti na roli, nebo
materialu, tak nosného silikonového papiru (félie). archu, &imz je dosazeno velmi snadného odlepeni
Vyseky jsou dodavany po jednotlivych kusech pro vyseku od podkladové vrstvy.

dalsi zpracovani.
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Lokalni laborator

Moznost testovani 3M produkti

v lokalni laborato¥i podle
typu aplikace
a zadani zakaznika

3M Cesko, spol. s r.o.
Divize pramyslovych pasek a lepidel

V Parku 2343/24
Praha 4,148 00

Tel.: +420 261380 111
www.3M.cz

Pouzité tiskoviny odevzdejte k recyklaci. Vytisténo ve CR. © 3M 2017.
3M a VHB jsou ochranné znamky spole&nosti 3M. Viechna préava vyhrazena.



